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En la actualidad el uso de nanoparticulas
metalicas y magnéticas (NPM) presenta gran
interés debido a sus potenciales bioaplicaciones
en transporte de agentes terapéuticos y como

agentes de contraste para resonancia magnética

nuclear, entre otras. Sin embargo el uso de NPM
muchas veces se ve restringido debido a su ele-
vada toxicidad y rapida oxidacién [1,2]. Es por
ello que en este trabajo se propone la obtencién
de NPM a través de la técnica fisicagpeitte-

ring y su posterior recubrimiento con Au.

Mediante esta técnica es posible obtener
nano-ordenamientos metalicos sobre sustratos
supramoleculares. Se ha reportado que compues-
tos de inclusiéon (Cl) de ciclodextrina (CD) son
capaces de unirse a nanoparticulas a través del
grupo funcional del huésped que se encuentra
orientado hacia el exterior del cristal [3].

De esta forma es posible obtener nano-
particulas metélicas mixtas coaxiales (Ni-Au y
Cu-Au) soportadas sobre Cl deCD/decilamina
(DA).

La caracterizacion de las Au-NiNPs y Au-
CuNPs se realiz6 mediante técnicas como; es-
pectrofotometria UV-Vis corroborando la pre-
sencia del plasmén de Ni en 250 nm, de Cu en
285 nm y de Au en 530 nm, TEM para obtener
la morfologia y tamafio, SEM para ver la distri-
bucién de las nanoparticulas sobre el cristal del
Cl y XPS para determinar el recubrimiento del
Au sobre Niy Cu.
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Fig. 1 Representacion esquematica del deposito de
las Au-NiNPs 6 Au-CuNPs, sobre el plano (001) del
cristal del Cl, donde se encuentran los grupos zNH
de la molécula huésped.

Fig. 2 Microscopia TEM de Au-CuNPs, soportadas
sobre Cl dex-CD/DA.
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